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Titelbild: BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Elektronikindustrie. Durch langjährige Er-
fahrung haben wir uns als innovatives und expandierendes Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes,  
der Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine solide Marktposition gesichert. Führende Unternehmen 
der Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkompetenz und Produkte der Firma BJZ.

Lesen Sie ab Seite 1710 einen Beitrag über Nutzentrenner� www.bjz.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.
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